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美國 Sandia 國家實驗室 [1] 利用
Kovar(鐵、鈷、鎳)合金為基材，應用放
電加工與微電鑄技術製作輻射狀流道微熱
管均熱片，其凸出部分寬度為  5μm ~ 
50μm，接合後厚度為 1.27mm，並於內部
充填甲醇作為工作流體。 







































圖 1 微熱管均熱片理想作動示意圖 
本文配合 CPU 外型尺寸及空間要求























   
圖 2 溝槽式微熱管均熱片之各層實體圖    
(左)汽相；(中)隔板；(右)液相 
   












































































13.0 kgf，固定風扇功率 2.04 watt，風向
由上往下方的鰭片吹去，並將環境溫度控
制在 20±1℃，環境溫度 Ta 的量測位置則







組 Tl、Tu、Ta 值，換算成十組 Q、Th 與
R 值，然後選擇 5 組合理的值作平均值的
計算，最後獲得 Qave、Thave 與 Rave值，作
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